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Idea

100 µm

Result

Strukturierungsgeschwindigkeiten von 0.9 m²/min wurden bereits publiziert

2 m²/min werden bis Ende 2021 möglich sein 
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Kann eine Mikrostruktur die 
passive Kühlung auf Elektronikbauteilen verstärken?
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MESSEN DES WÄRMESTROMS AUF MIKRO-STRUKTURIERTEN 
STAHLSUBSTRATEN
Messen des Wärmestroms:

 15 x 15 mm² strukturierte Stahlsubstrate

 Strukturtiefe 1 µm bis 10 µm
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Datalogger 

Heat f lux
Structured sample: 
1.5x1.5cm²

Thermal compound

Heat f lux sensor

Thermal compound

Heat ing resistor

Cork isolat ion

Temperature sensor

Computer

Temperature
cont rol circuit

Darstellung des Messaufbaus:

 Wärmeflussmessung für 30 min

 Heizwiderstand: 80°C

 Raumtemperatur: 22.5°C



© Fraunhofer IWS

Sdr =
Wirkliche Oberfläche

Projektierte Oberfläche

 Charakterisierung der 
Oberflächenvergrößerung durch Sdr

 Ideale flache Oberfläche: Sdr = 0 %

 Sdr = 100%  Oberfläche im Vergleich 
verdoppeltSteigerung der Wärmeabgabe auf bis zu 26 % im Vergleich zu einer unstrukturierten 

Oberfläche! 

MESSEN DES WÄRMESTROMS AUF MIKRO-STRUKTURIERTEN 
STAHLSUBSTRATEN
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UNSER ANGEBOT
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 Verbessern der Wärmeabgabe auf passiven Kühlsystemen

 Keine Änderung des Komponentendesigns nötig

 Einfache Integration in die Prozesskette

 Oberflächenmodifizierung KEINE Beschichtung

 Keine Beeinträchtigung der Komponenten (quasi-kalter Prozess und wenige µm Strukturtiefe)

Wir suchen:

 Kooperation in SAB- und ZiM-Projekten

 Kontakt zu Chip- und Sensorikherstellern
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Thank you for your attention

Dr. Christoph Zwahr
Phone +49 351 83391-3007 

Mail: christoph.zwahr@iws.fraunhofer.de

Questions?
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